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ACB’s HDI PCB Design Richtlinien - Klassifizierungen 

Die Tabelle benutzt man folgendermaßen: jede neue Platine, die in 
den ACB-Werken in Produktion geht, ist vollständig dem DFM 
unterzogen. Ein wichtiger Bestandteil der DFM-Analyse ist die 
Design Rule Check (DRC) des Layouts. Aus der DFM-Analyse, 
definieren wir Minimum-Werte für verschiedene Parameter 
(Bahnbreiten / Abständen / Restringbreiten /  Aspect ratio / …).  
Die schwierigste Parameter werden zu Risiko-Kriterien definiert. 
 
ACB überträgt die DRC-Parameter in der Klassifikationstabelle, 
wobei die Technik von “leicht fertigbar” (Class 3)  bis “sehr 
kritisch” (Class 12) reicht. Bis Class 8 (welche auf der Tabelle grün 
markiert ist) kann man das Design, als industriell betrachten. Ab 
Class 9 erhöht sich das Risiko, das die Ausbeute verringert und 
man muss mit erhöhter Aufmerksamkeit und Engineering Support 
fertigen. Deshalb werden diese Klassen “Advanced or Engineering” 
Klassen (auf der Tabelle ist das Feld orange markiert) genannt. 
 
Für die Restringparameter muss man auch die abnahme-kriterien 
betrachten. Wenn IPC Class 3 gefordert wird, sind größere Pads im 
Design notwendig. Das gleiche Design, aber  mit strengeren 
Abnahmekriterien, bedeutet, dass die Platine in eine höhere Klasse  
fällt.  Bitte beachten Sie, dass ein Restring auf der Außenlage 
anders wie ein Restring auf einer Innenlage gemessen wird.  
Eine Restringmessung auf der Außenlage beinhaltet auch das 
Kupfer im Loch, während man auf der Innenlage ohne Lochwand 
mißt.  

Ab Klasse 6 kann man sich für Microvias (µ Via) entscheiden. Die 
Auswahl des Dielektrikums bestimmt die Grösse, Form und 
galvanische Ausführung der Microvia. Wenn man eine hochdichte 
Platine in der oberen Klasse plant, wäre es verkehrt alle Parameter 
aus der  „ Advanced classes“ zu nehmen. Man muss versuchen die 
Parameter aus dem „Orangen Bereich“ zu limitieren und mit den ACB 
Product Engineers prüfen, dass die Kombination der 
Designparameter machbar und kostenmäßig im Rahmen ist. 
  
Unsere Tabelle wurde auch an die Bauteildesigns angepasst. Von 
links nach rechts (von Class 3 bis Class 11 und weiter)  sehen Sie die 
Feinpitch Bauelemente. 

Sie finden die Komplette DRC Tabelle auf www.acb.be 

Einige Beispiele für  BGA-Design Richtlinien , die in unserer 

Tabelle ersichtlich sind: 

Wir - bei ACB - freuen uns die neue Version unserer Design Rule Classification Tabelle vorstellen zu können !  Initiiert vor 15 Jahren, als 
es eine solche Informationsquelle noch nicht gab, wurde ACB’s Design Rule Tabelle inzwischen von Herstellern und Designer, als 
übersichtlich und leicht nutzbar gleichermaßen anerkannt. Diese Tabelle stellt die Tiefe der ACBDFM Analyse dar. Die Anwendung dieser 
Richtlinien führt zu einer besseren Designqualität, hilft Fertigungsprobleme zu vermeiden und reduziert allgemein die Risiken.  
Die Informationen sind auch für High Density Interconnect (HDi) Platinen gültig. 


